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PROCESSADORES – PARTE III 

2 



MINIATURALIZAÇÃO 

 A indústria dos processadores conseguiu elevar a 

capacidade dos equipamentos sem ser necessário 

aumentar o tamanho físico dos mesmos. 

 

 Isso apenas foi possível graças a 

NANOTECNOLOGIA. 
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MINIATURALIZAÇÃO 

 A Nanotecnologia é um ramo da ciência que 
envolve as pesquisas que lidam com itens 
medidos na casa dos nanômetros. 

 

 Para ser ter uma ideia, um nanômetro equivale a 
um milionésimo de milímetro, isto é, um 
milímetro dividido por um milhão. 

 

 A sigla desta unidade de medida é: nm. 

 

 A medida mais usada, no entanto, é o micron, que 
equivale a um milésimo de milímetro, ou seja, um 
milímetro dividido por mil. 
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MINIATURALIZAÇÃO 

 O processador Intel 486 possui cerca de 1 milhão 

de transistores medindo cerca de 1 micron de 

tamanho. 

 

 Achou Pequeno???? 

 

 Então vamos analisar um processador mais 

atual... 
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MINIATURALIZAÇÃO 

 O processador Intel Core 2 Duo possui cerca de  

291 milhões de transistores. 

 

 Cada transistores chega a medir menos de 1 

micron. 

 

 Os modelos mais recentes chegam a medir cerca 

de 0,045 micron (ou 45 nanômetros). 
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ENCAPSULAMENTO 

 Na fabricação dos processadores, temos uma fase 

importante: o encapsulamento. 

 Nessa fase, o processador é inserido numa espécie 

de carcaça que serve como proteção e possui 

contatos metálicos para sua comunicação. 
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ENCAPSULAMENTO 

 Em geral, os processadores possuem em sua 

parte superior uma espécie de "tampa" metálica 

chamada "Integrated Heat Spreader" – IHS. 

 O IHS serve para proteger o processador e ajudar 

a dissipar o calor. 

 Dentro dele fica o processador em si. 

 Alguns modelos não possuem o IHS. 
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ENCAPSULAMENTO 

 PGA: sigla de Pin Grid Array , esse é um tipo de 
encapsulamento que faz com que o processador utilize 
pinos de contato que devem ser inseridos em um 
encaixe adequado na placa-mãe do computador. Seu 
material básico pode ser cerâmica (Ceramic Pin Grid 
Array - CPGA) ou plástico (Plastic Pin Grid Array - 
PPGA). Há também um tipo chamado Flip Chip Pin 
Grid Array (FC-PGA) onde a pastilha fica 
parcialmente exposto na parte superior do chip; 
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ENCAPSULAMENTO 

 SECC: sigla para Single Edge Contact Cartridge, 

este tipo faz com que o processador utilize um 

encaixe linear (ligeiramente semelhante aos slots 

de memória, por exemplo) ao invés de contatos 

em formato de pinos. Para isso, o processador é 

montado dentro de uma espécie de cartucho 
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ENCAPSULAMENTO 

 SEPP: sigla para Single Edge Processor Package, 

este tipo é semelhante ao SECC, no entanto, o 

processador fica acoplado em um placa que não é 

protegida por um cartucho. 
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ENCAPSULAMENTO 

 LGA: sigla para Land Grid Array, esse é um 
padrão recente da Intel. Tem alguma semelhança 
com os padrões PGA, tendo como principal 
diferença o fato de que os processadores não 
utilizam pinos de contato em sua parte inferior, 
mas sim pontos metálicos. Quando o processador 
é encaixado na placa-mãe, esses pontos ficam em 
contato com pinos existentes no soquete 
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SOQUETE 

 Área apropriada da placa-mãe utilizada para 

fazer o encaixe do processador. 

 No soquete (ou socket) a quantidade e a 

disposição desses pinos varia conforme o modelo 

do processador. Por exemplo, a linha Intel Core 2 

Duo e alguns dos modelos mais recentes da linha 

Pentium 4 utilizam o soquete 775 (LGA 775) 
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SOQUETES 

 A disposição dos pinos é feita de modo que o 

usuário tenha apenas uma forma de encaixar o 

processador. 

 Impedindo assim a inserção errada e possíveis 

danos ao computador. 

 Por essa razão, se o usuário não estiver 

conseguindo encaixar o processador, deve evitar 

esforços e procurar no manual da placa-mãe a 

orientação correta. 
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SOQUETES 

 Confira a seguir a lista de soquetes disponíveis 

para computadores Desktop, Servidores e 

Mobiles: 
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DESKTOP 
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DESKTOP 
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DESKTOP 
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DESKTOP 
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DESKTOP 
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SERVIDOR 
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SERVIDOR 
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SERVIDOR 
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PORTÁTEIS 
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PORTÁTEIS 
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PORTÁTEIS 
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PORTÁTEIS 
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PORTÁTEIS 
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PORTÁTEIS 
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PORTÁTEIS 
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